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【手続補正書】
【提出日】平成23年9月16日(2011.9.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学的異方性の溶融相を形成する熱可塑性液晶ポリマーを押出成形して熱可塑性液晶ポ
リマーフィルムを形成するフィルム形成工程と、
　前記熱可塑性液晶ポリマーフィルムの少なくとも一方の表面に対して、物理的な研磨ま
たは紫外線照射を行うことにより、このフィルム表面が、ナノインデンテーション法によ
って測定された硬度０．０１～０．１ＧＰａを有するように軟化させて、接着面を形成す
る軟化工程と、
　前記接着面を、光学的異方性の溶融相を形成する熱可塑性液晶ポリマーフィルムの少な
くとも一方の面に導体回路が形成された基板の回路形成面に対向させ、全体を熱圧着によ
り接着させる熱圧着工程と、
　を含む多層回路基板の製造方法。
【請求項２】
　請求項１の多層回路基板の製造方法において、軟化工程で、（ｉ）フィルム表面から０
．０１～１μｍの厚さを物理的研磨により除去して接着面を形成するか、または（ｉｉ）
１８５ｎｍおよび２５４ｎｍの波長の紫外線を同時に照射して接着面を形成する製造方法
。
【請求項３】
　請求項１または２の多層回路基板の製造方法において、熱圧着の温度が、接着性ポリマ
ー層を形成する熱可塑性液晶ポリマーの融点（Ｔａ：℃）より１５℃低い温度以上であり
、且つこの融点（Ｔａ）より１５℃高い温度以下の範囲から選択されるとともに、さらに
前記熱圧着の温度は、基板層を形成する熱可塑性液晶ポリマーの融点（Ｔｂ：℃）より２
０℃低い温度以上であり、且つこの融点（Ｔｂ）より１０℃高い温度以下の範囲を充足す
る製造方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項の多層回路基板の製造方法において、接着性フィルム層を
形成する熱可塑性液晶ポリマーの融点（Ｔａ：℃)と、基板層を形成する熱可塑性液晶ポ
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リマーの融点（Ｔｂ：℃)とが
　　Ｔａ≦Ｔｂ＋５　
を満たす製造方法。
【請求項５】
　光学的異方性の溶融相を形成する熱可塑性液晶ポリマーフィルムの少なくとも一方の面
に導体回路が形成された基板層と、
　前記基板層の回路形成面に対して、接着面を対向させて熱圧着されている接着性フィル
ム層と、
　を少なくとも含む多層回路基板であって、
　前記接着性フィルム層が、光学的異方性の溶融相を形成する熱可塑性液晶ポリマーフィ
ルムであり、この接着性フィルム層の接着面が、ナノインデンテーション法によって測定
された硬度０．０１～０．１ＧＰａを有する多層回路基板。
【請求項６】
　請求項５の多層回路基板において、接着性フィルム層の接着面が、物理的研磨または紫
外線照射により形成されている多層回路基板。
【請求項７】
　請求項５または６の多層回路基板において、接着性フィルム層の厚みが、１０～１００
μｍである多層回路基板。
【請求項８】
　請求項５から７のいずれか一項の多層回路基板において、接着性フィルム層が、カバー
レイフィルムおよびボンディングフィルムからなる群から選択される少なくとも１種であ
る多層回路基板。
【請求項９】
　請求項５から８のいずれか一項の多層回路基板において、接着性フィルム層を形成する
熱可塑性液晶ポリマーの融点（Ｔａ：℃)と、基板層を形成する熱可塑性液晶ポリマーの
融点（Ｔｂ：℃)とが
　　Ｔａ≦Ｔｂ＋５　
を満たす多層回路基板。
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